
 

令和８年４月３日 

 

マイポックス株式会社からの企業版ふるさと納税に係る 

感謝状贈呈式を行います！ 

 

１ 日  時 令和８年４月７日（火） １３：００～１３：３０ 

２ 場  所 特別会議室（県庁行政棟８階） 

３ 出 席 者 

（１）寄附者 

マイポックス株式会社 代表取締役社長 渡邉
わたなべ

 淳
じゅん

 

取締役     上谷
うえたに

 宗
むね

久
ひさ

 

（２）寄附仲介者 

株式会社みずほ銀行 九州半導体デスク 上席部長代理 小平
こだいら

 將
まさ

善
よし

 

株式会社西日本シティ銀行 法人ソリューション部長  立山
たてやま

 道郎
みちろう

 

    公益財団法人九州経済調査協会 常務理事       岡野
お か の

 秀之
ひでゆき

 

（３）贈呈者 

福岡県知事 服部 誠太郎 

４ 寄附金額 １，０００万円 

５ 次  第 ・寄附者挨拶 

・知事挨拶 

・感謝状贈呈 

・写真撮影 

６ 寄附について 

 今回の寄附は「令和７年度企業版ふるさと納税マッチング及び半導体最先端実装拠

点構築に向けた連携推進業務委託※」を受託した株式会社西日本シティ銀行、株式会社

みずほ銀行、公益財団法人九州経済調査協会の共同事業体の仲介により寄附が実現し

ました。 

 ※県外企業に対して「半導体最先端実装拠点構築事業」を積極的に周知するため、銀行やコンサル

タント等に県外企業とのマッチングや連携推進の業務を委託 

先端技術産業振興課 

直 通：092-643-3445 

内 線：３７７２ 

担当者：中島、岡﨑 

福岡県では、半導体実装分野で世界から選ばれる拠点を形成するため、企業

版ふるさと納税に「半導体最先端実装拠点構築事業」を創設し、寄附を募って

います。 

こうした中、事業の趣旨に賛同いただいたマイポックス株式会社から１，０

００万円の寄附をいただきました。４月７日に感謝状の贈呈式を行います。 

いただいた寄附金は、福岡超集積半導体ソリューションセンターの新たな機

器導入に活用します。こうした取り組みにより、福岡超集積半導体ソリューシ

ョンセンターの機能を強化し、本県に半導体最先端実装拠点を形成してまいり

ます。 



 

参考 

 

 ■マイポックス株式会社 

  本    社 栃木県鹿沼市さつき町 18 

  創  業 1925年（大正 14年）11月 21日 

  設   立 1941年（昭和 16年）12月 12日 

代 表 者 代表取締役社長 渡邉
わたなべ

 淳
じゅん

 

資 本 金 33億 7,956万円（2025年３月 31日現在） 

連結従業員数 476名（2025年３月 31日現在） 

売 上 高 111億 7206万円（2025年３月期） 

事業内容 創業から続く箔の製造技術を応用することで、「塗る」「切る」「磨く」 

技術をコアにした事業を展開。 

➢研磨材の製造・販売 

 ・半導体、HDD、光ファイバー等で使用されるハイテク関連製品 

 ・自動車、鉄鋼関連で使用される一般研磨関連製品 

➢受託加工 

 ・フィルム、塗料材料等の受託加工 

 ・半導体ウェーハ等の受託研磨加工 

ホームページ https://www.mipox.co.jp/ 

 

■福岡超集積半導体ソリューションセンター 

  設   立 2025年（令和７年）８月 25日 

  センター長 知京
ちきょう

 豊裕
とよひろ

（国立研究開発法人物質・材料研究機構 理事長特別補佐） 

  主な機能 半導体後工程分野で設計・試作から評価・解析及び実証までを一貫して支 

援できる国内唯一の公的支援機関。 

複数の半導体チップを三次元に積層させ、一体化（パッケージ化）するた 

めの関連技術に強みを持つ。 

  支援実績 約 270社、約 4,700件 

  ホームページ http://jiss.ist.or.jp/ 

  

 
  

■（公財）福岡県産業・科学技術振興財団（通称：ふくおか IST） 

  設   立 平成元年（1989年） 

  理 事 長 津田
つ だ

 純嗣
じゅんじ

（㈱安川電機 特別顧問、北九州商工会議所会頭） 

主な役割 産学官の共同研究による研究開発、事業化までを支援することにより、 

科学技術の振興、福岡県の産業構造の高度化や新たな産業を育成。 

  ホームページ https://www.ist.or.jp/ 

【半導体最先端実装拠点構築事業】 

福岡超集積半導体ソリューションセンターの産学官連携や最先端機器導入を推進

するため、令和６年度から企業版ふるさと納税及びクラウドファンディング型によ

る寄附を募集。 

寄附受入実績：128,315,000円（令和６年度及び令和７年度実績） 

導 入 機 器：反応性イオンエッチング装置 等 

反応性ガスを使用したイオン衝突により対象物の削り加工を行う 

装置。シリコン基板に施した酸化膜の微細な穴加工が可能。 

▲マイポックス株式会社ＨＰ 

▲福岡超集積半導体ソリューションセンターＨＰ 

▲（公財）福岡県産業・科学技術振興財団ＨＰ 


